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 半導体微細加工プロセスには、多数の化学機械研磨（CMP）工程が含まれるが、その際に生じ

る Cu 微細配線の腐食が大きな問題となっている。Cu 研磨時に使用するスラリー液には、ベンゾ

トリアゾール（BTA）などの防食作用のある有機分子が含まれており、Cu配線の表面に保護膜を

形成する。しかし、研磨後に保護膜を剥離する洗浄工程において、Cu配線表面が希薄電解液中に

露出するために局所腐食が生じる。この腐食現象のメカニズムを詳細に理解するためには、その

過程をナノスケールの分解能で直接観察することが望ましい。そこで本研究では、BTA 類似の保

護膜が剥離する過程をその場観察するために、液中 AFM用フローセルを開発した。さらに、開発

したフローセルと、液中周波数変調 AFM(FM-AFM)を組み合わせることで、Cu配線の局所腐食機

構の解明に取り組んだ。 

 BTA 類似の保護膜成分を含む溶液に、Cu配線基板を 1分間浸漬し、その前後の表面形状変化を

超純水中での AFM観察により評価した。Figs.1 (a)および 1 (b)はそれぞれ浸漬前、浸漬後の Cu配

線形状像である。これらの AFM像において、SiO2絶縁部と Cu配線部の高低差を、線分 AB上に

沿って測定した高さプロファイルにより評価した（Fig. 1(c)）。これらの高さプロファイルの差か

ら、1 ~ 3 nm程度の保護膜が Cu配線表面に形成されていることが分かる。今後、フローセルを用

いて、観察溶液中に剥離液をフローさせ、表面に形成されたBTA膜が剥離する過程を直接観察し、

腐食機構について検討する予定である。 

 

Fig. 1 AFM images (7 x 7 m2) of Cu wire in pure water (a) before and (b) after immersing BTA solution, Height 

profile (c).  
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